
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技

扬州扬杰电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系

活动类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

■其他 电话会议

参与单位名称

及

人员姓名

机构名称 姓名 机构名称 姓名

高毅资产 邹铭睿 高毅资产 罗晓迪

工银瑞信 李文明 泉果基金 王苏欣

中银基金 张琼 华泰资管 余熠

太平洋证券 白玉鹏 玖鹏 杜威

摩根资产 宋敬祎 鑫元基金 施欣彤

宁泉资产 张斌 宝盈基金 卢贤海

中信证券 叶达 中信证券 邹琳

华夏基金 徐恒 华夏基金 张帆

国投证券 朱思 华夏基金 彭锐哲

中海基金 倪铭轩 华夏基金 史琰鹏

中海基金 韩方珂 中海基金 谈必成

国投证券 周文珺 东吴基金 徐界

合远基金 庄琰 中邮证券 万炜

华商基金 蒋捷 华商基金 叶峰

华商基金 厉骞 华商基金 孙蔚

景顺长城基金 陈思臻 景顺长城基金 刘煜

景顺长城基金 张靖 景顺长城基金 韩非

景顺长城基金 田博 景顺长城基金 王博瑞

景顺长城基金 郭琳 东北证券 黄磊

时间 2026 年 2 月 1-28 日

地点 扬州扬杰电子科技股份有限公司会议室



上市公司接

待人员姓名

副董事长 梁瑶先生

副董事长 刘从宁先生

董事会秘书 秦楠女士

证券投资部 陈逸妍

投资者关系

活动主要内

容介绍

一、公司介绍及近期经营情况概述

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件

设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。公司主营产品主要分为三大板

块，具体包括材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5 吋、6 吋、8

吋硅基及 6吋碳化硅等各类电力电子器件芯片）及封装器件板块（MOSFET、IGBT、

SiC 系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）。产品广泛应用

于汽车电子、人工智能、清洁能源、5G通讯、智能安防、工业、消费类电子等诸

多领域，为客户提供一站式产品、技术、服务解决方案。公司 2025年度经营情况

良好，前三季度营业收入同比提升 20.89%，各下游领域如汽车、消费电子等呈良

好发展态势，第四季度延续前三季度发展情况，经营态势稳中向好，毛利率保持

相对稳健水平。

二、问答环节

Q：请介绍 2026 年一季度情况。

A：基于 AI、人工智能、低空经济等新兴赛道快速发展，需求上升，订单增加，且

公司经过多年业务积累，优质客户占比不断提高，为订单稳步增长提供了坚实基

础。2026 年一季度的各方面需求及下游景气度仍在延续 2025 年趋势，目前行业需

求、出货量整体表现良好，在手订单饱满。

Q：请问公司车规产品在市场替代中后续是否会有所突破?

A：汽车电子是公司长期重点布局的赛道，基于公司自 2017 年起建立汽车电子专

线，并持续根据多家客户的审核意见与要求不断优化改进，目前车规业务已具备

成熟的发展基础，通过全球范围内多家 TOP Tier1 厂商与终端客户认证。车规产

品一旦完成产品导入，通常会具备较强的合作稳定性与客户粘性。因此，从中长



期来看，公司车规产品在后续国产化替代进程中有望实现较大突破。此外，MCC 品

牌和渠道优势也将进一步助力公司车规业务的全球化布局与持续发展。

Q：请介绍储能业务后续发展。

A：储能行业整体景气度较高，发展前景向好。公司已成立专项小组，对储能领域

进行重点投入与布局。随着相关投入的持续推进，未来储能业务有望实现较快增

长。

Q: 公司是否会向客户提供定制化服务？

A：依托自身技术积累与工艺平台，公司会根据下游不同应用场景及客户的差异化

需求，提供定制化服务及解决方案，涵盖产品设计、工艺优化、性能匹配等内容，

通过与客户协同适配，更好地满足实际使用需求，提升合作黏性。

Q：请介绍下公司后续的收并购计划和筛选收并购标的时关注的要素。

A：公司正持续积极筛选、关注符合公司发展战略的并购标的。收并购计划整体围

绕功率半导体主业展开，始终以主业升级、产业链完善为核心导向。2026 年，公

司将继续完善和拓宽外延式增长路径，积极与半导体产业内具有技术或渠道优势、

具有较强竞争实力及盈利能力的优质海外公司、本土公司深度交流合作，不断丰

富公司的半导体产业质态，实现公司整体规模和综合实力的快速提升。

Q：从行业来看，公司如何持续进行成本优化？

A：公司依托 IDM 一体化运营模式，通过设计、制造、封测全链条协同，从产品源

头优化工艺、提升良率与产能利用率，构建成本优势。同时持续优化运营流程、

严控各项费用、提升资源使用效率，全面推行精益生产，围绕生产全流程消除浪



费，通过技术创新、流程改善与长效管控机制，实现成本优化的持续落地。

附件清单（如

有）

无

日期
2026 年 2 月 28 日


